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壹、現況與趨勢
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資料來源：WSTS ; 工研院IEK(2017/6)

� 2016年全球總體經濟走勢回穩，WSTS統計2016年全球半導體市場達3,389億美元，成長1.1%
� 預估2017年全球半導體市場受到memory產品帶動下，大幅成長11.5%
� 在PC及手機出貨趨緩下，未來幾年全球半導體市場僅呈現個位數成長率

全球半導體產業現況
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2017年
記憶體產品

價格大好

半導體市場
成長趨緩



台灣半導體產業現況

2004年
突破1兆元新台幣

2014年
突破2兆元新台幣

� 2016年台灣半導體產業產值全球第二(達2.45兆元)成長8.2%，預估2017年成長3.5%
� 台灣IC產業上下游產業鏈完整，從上游的IC設計到後段的IC製造與IC封測，專業分工模式獨步全球，總IC產值全球排名第2(市

佔約二成)，僅次於美國 (超過韓國和日本)
� 台灣IC設計產值全球排名第2 (市佔約二成)，台灣晶圓代工產值全球排名第1 (市佔約七成)，台灣IC封測產值全球排名第1 (市佔

約五成)，台灣記憶體產值全球排名第4 (市佔約一成)
� 雖台灣半導體產業產值成長幅度常優於全球，但2017年未保持領先(受到台灣IC設計低成長及記憶體衰退之影響)，且未來成長

趨緩

資料來源：TSIA ; 工研院IEK(2017/6)

*附加價值佔GDP比重為7%

產值達2兆新台幣以上

從業人員達23萬人

半導體產業總產值全球第二

IC設計產值全球第二

晶圓代工產值全球第一

IC專業封測產值全球第一

記憶體產值全球第四

<台灣半導體產業>

註* : 附加價值計算方式 : 企業營業利益 + 用人費用 + 資本折舊與攤提

*附加價值達1兆新台幣以上
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Mainframe

PC

Internet

Mobile
Social
Cloud
Data

IoT
(Ubiquitous)

Artificial 
Intelligence
(Smart Machine)

世界從PC和手機正邁向智慧系統與物聯網科技時代
電子系統往智慧化趨勢發展，半導體內含量逐年提升

1990年全球平均電子系統的半導體內含量僅15%，2020年電子系統的半導體內含量近30%

1970s             1980s             1990s            2000s             2015s              2020s 
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e 大型主機時代，

屬集中式運算，
企業易用導向，

PC 個人電腦時代，
主要為數位化
與個人運算

In
te

rn
et 網際網路時代，

電子商務盛行，
連網時代開始

M
o

b
ile 行動化、社群網

路、雲端運算與
資料分析時代，
連網裝置與資料
量大幅爆發

Io
T 物聯網時代，無

所不在的運算與
感測，形成智慧
空間，各種智慧
應用出現 Sm

ar
t M

ac
hi

ne 智慧機器時代，
人工智慧普及化，
包含無人車、無
人機、機器人等
能自主判斷、學
習之機器.

運算導向(Computation )                  通訊與連結導向(ommunication) 智慧與感知導向(Cognition)

資料來源： 工研院IEK(2017/06) 6



半導體是政府推動5+2+2產業創新的最重要支柱與基礎
半導體是智慧系統應用中的最關鍵元件

IC設計產業 晶圓代工產業 IC封測產業記憶體產業

智慧車

新農業

循環經濟
數位經濟

無人機

應用半導體優勢
連結 5+2+2產業創新計畫

形成智慧系統生態環境

5G

Machine Learning 區塊鏈 (BlockChain) 

5+2+2產業創新
產官學研大推動

要有半導體的厚實的根(基礎) , 才能長出累累的果實

Mobile

ADAS (AI)

IoT (AR/VR)

HPC

智慧系統與各種
物聯網應用

Cloud Big Data

機器人

穿戴裝置

半 導 體 產 業
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未來智慧系統
科技產品
5大趨勢

端

網

雲

系統
整合

應用
服務

• 全球ICT業者對智慧系統與物聯網應用五大需求下，半導體三大趨勢發展為(1)
智慧系統決策晶片、(2)智慧系統核心元件晶片、(3)智慧系統整合晶片

智慧系統晶片三大趨勢

� 智慧系統異質整合晶片(SiP)
� …

1.智慧系統決策晶片

2.智慧系統核心元件晶片

3.智慧系統整合晶片

1.更好的運算效能(Compute)

2.更快的寬頻能力(Connectivity)

3.更好的辨識能力(Recognize)

4.更好的感測能力(Sensing)

5.更強的安全保障(security)

智慧系統五大需求

� 高效能人工智慧(AI)處理器晶片
� 非揮發記憶體類神經運算晶片
� …

� 先進伺服器系統晶片(SoC)
� 晶片型光感測元件(Sensor)
� 硬體加密安全防護晶片
� 高性能無線通訊晶片
� …

資料來源： 系統業者 ; 半導體業者 ; 工研院IEK(2017/06)

智慧系統與物聯網發展趨勢下，半導體三大趨勢

資料分析

資料傳輸

資料辨識

資料搜集

資料安全
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貮、問題與挑戰(技術、產業、環境)
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半導體市場成長趨緩，產業面臨下一世代典範移轉挑戰
亞洲�矽谷與智慧機械等5+2+2產業創新造就新一波半導體躍進

� 張忠謀說，物聯網是「Next Big Things」，未來是一個相當美麗的
世界

� 郭台銘看好物聯網應用，專注「工業4.0」打造「智慧工廠」
� 未來要靠智慧系統與物聯網應用，連結亞洲矽谷、智慧機械、智慧城

市，造就新一波半導體躍進

� 過去40年是靠3C應用驅動半導體高速成長，常有2位數成長
� 近年隨著PC和手機飽和，半導體降為個位數低成長時代

新一波
半導體躍進

典範移轉

� 亞洲����矽谷(物聯網)

� 智慧機械 � 智慧城市

What’s What’s What’s What’s next?next?next?next?
智慧系統與物聯網

2005-2015
CAGR = 4.0%

1975-1985
CAGR = 16.1%

1985-1995
CAGR = 20.8%

1995-2005
CAGR = 4.6%

成長快速階段 成長趨緩階段

筆記型電腦

智慧手機

電視機

桌上型電腦

全球半導體市場

驅動力道

� IoT
� AR/VR
� HPC
� Mobile
� ADAS
� AI

����
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智慧系統技術國內廠商發展趨勢

資料來源： TSIA ; 各公司 (2017/06)

� 我國半導體產業界看好智慧系統應用市場，除了傳統3C電子之外，未來將持續積極投資AI等八大領域 : 人工
智慧(AI)、5G無線通訊、物聯網、工業4.0/智慧機械、車聯網/自駕車、VR/AR、高效能運算(HPC)、軟體
及網路服務。

� 其中人工智慧(AI)更是未來很重要的領域，從AlphaGo打敗全球圍棋高手後，更代表人工智慧已經開始逐步
萌芽，其中半導體與其運算有很高的關聯性。

我國半導體產業界看好未來智慧系統應用市場，未來持續投資AI等八大領域

IoT
4.04.04.04.0

AIAIAIAI

11

構面 問題與挑戰

技術面 � 智慧系統與物聯網應用廣泛，包含人工智慧(AI)、5G無線通訊、物聯網(IoT)、工業4.0/智慧
機械、車聯網/自駕車、VR/AR、高效能運算(HPC)、軟體及網路服務等。且技術需求更為多
元，全球正面臨三大技術挑戰: 1.智慧決策系統晶片(如人工智慧(AI)處理晶片…等)、2.智慧系
統核心元件晶片(如非揮發運算微控制器晶片、低功耗感測器、安全防護晶片、高性能無線通
訊晶片、晶片型LiDAR…等)、3.異質整合平台技術(如異質整合架構設計、製造、封裝技術與
多功能異質元件檢測技術…等)

� 在人工智慧結合物聯網應用趨勢下，我國亟需發展智慧系統與物聯網應用之關鍵零組件、晶
片及應用整合平台

產業面 � 小型新創公司僅有創意方案構想且經費有限，其小量多樣訂單亟需建立一個整合平台與機制，
從晶片、次系統、到可試量產的原型產品，協助串接國內半導體產業既有能量，提高商品化
的成功率

� 智慧系統應用多為國外大廠主導，半導體廠商面臨應用出海口的挑戰，我國亟需建立次系統
整合平台，發展智慧車電、智慧醫電、智慧機械…等次系統，快速介接與整合我國半導體產業
優勢與能量

� 需運用台灣半導體優勢發展智慧系統應用創新營運模式，以完整架構智慧系統產業鏈與生態
環境

� 應介接5+2+2產業創新方案與半導體產業，以共創雙贏商機

環境面
(含人才面)

� 晶圓代工、記憶體與封測業者若欲於國內擴廠，面臨土地取得及水、電供應等問題，需配套
措施予以協助，以解決廠商投資面臨之相關問題

� 仍需協助排除廠商其他投資障礙，如空汚總量管制影響廠商之投資
� 半導體相關博士班招生逐年下滑，且部分學校博士班招不滿學生，產業面臨高階人才缺乏問

題
� 強化企業留才工具與機制以抗衡各國挖角人才問題，並研擬分紅與薪資所得分離課稅制度
� 整體需強化育才、攬才機制並修訂留才、攬才之相關法規

半導體產業所面臨之問題與挑戰

12



參、推動策略
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我國半導體產業推動策略規劃
推動策略 推動作法

健環境
納良才

建平台
展應用

強技術
補關鍵

建立業界所需
的智慧系統應
用關鍵技術

建立業界欠缺
的智慧系統整
合平台，介接
我國半導體產
業優勢與能量

為業界排除投
資障礙，改善
投資環境，並
培訓與引進業
界所需之人才

角色與分工

技
術
面

產
業
面

環
境
面

產 學 研官

� 以研發主題方
式補足國內關
鍵技術缺口

� 產創平台

� 未來性前瞻技
術研究

� 確立我國晶片
設計與半導體
關鍵技術研發
主軸

� 開發業界所需並相輔
相成的半導體關鍵技
術

� 鎖定智慧決策晶片、
核心元件技術、異質
整合平台

� 未來性前瞻平
台與應用研究

� 產學研協作

� 排除投資障礙
� 改善投資環境
� 新南向半導體國

際人才引進

� 培育產業所
需之碩博士
人才

� 以工研院鏈結產
學各界，進行智
慧系統跨領域與
垂直整合全方位
人才養成

� 工程人才實務能
力發展基地

� 以台灣產業既有能
量建構智慧系統與
次系統整合平台

� 打造全球創新產品
實踐體系

� 帶動垂直應用服務
體系

� 發展智慧系統
應用整合平台

綜合產官學研各界的貢獻，讓台灣從智慧系統晶片、次系統、系統原型產品一條龍式的串聯起
來，遍地開花，建構台灣智慧系統完整產業生態環境，提升我國半導體業者競爭力，造就我國半
導體產業邁向另一波躍進之願景與目標

� 長期投資與
發展規劃

14資料來源： 工研院IEK(2017/06)



參、推動策略(技術面)
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科技部

基礎研究
應用發現

概念研究
應用分析

概念驗證
應用規劃

元件化
試驗

功能性
模型建立

雛型產品驗證
展示

原型產品驗
證展示

產品可靠度
及試產

量產/商業化
運行

TRL1 TRL2 TRL3 TRL4 TRL5 TRL6 TRL7 TRL9

異質性整合
設計平台

經濟部

前瞻記憶體

Chip-scale LiDAR

多功微系統

新型封裝架構

多功能異質元件檢測技術多功能異質元件檢測技術

For (i=0;i<R;i+=Tr) {
For (j=0;j<C;j+=Tc) {
For (t=0;t<m;t+=Tm) {

…...
out[] += weight[] x 

input[];
} } }

PE PE PE

PE PE PE

DNN    inference    platform

PPPPrrrroooo cccceeeessssssss    ffff llll oooo wwww

RRRReeeessssoooo uuuu rrrrcccceeee     aaaa llll llll oooo ccccaaaa ttttiiii oooo nnnn

物聯網尖端半導體技術開創智慧系統與物聯網應用新局

產業界

智慧決策晶片

核心元件技術

異質整合平台

物聯網尖端半導體技術

技術成熟度(Technology Readiness Level，TRL) 商業化起步

Material Device

Circuit

System

Software Application

學理性的突破、新材料的運用、創新架構
的實現，尚未產業成熟技術的先期投入。

前瞻半導體製程與晶片系統研發

從概念到商品化

接近產業化、試量產、系統整合等方面之技術，
導入學界較成熟具產業化潛力的創新方案，
具體商業化實現，移轉業界

具體商業化實現，移轉業界

AI應用產業
車聯網/自動駕駛

智慧機械/工業機器人
智慧醫療
AR/VR…

專業封測晶圓代工

產業技術研發與擴散
16

TRL8

IC設計

DNN參考平台



產學研分工佈局產業界所需的技術項目，產出利基型晶片
以縮短國際差距或差異化以區隔市場

智慧決策晶片

核心元件技術

� 策略意涵:
人工智慧競賽由大廠主導，
硬體零組件成為蒐集數據
的配角。讓終端硬體智慧
化可以改變現有遊戲規則，
提升硬體零組件的價值

� 策略意涵:
台灣具有最完整、最有效
率的半導體產業生態鏈。
因應智慧系統物聯網少量
多樣化的世代，發展更有
效率的異質整合平台可維
繫既有產業優勢

� 策略意涵:
物聯網、車聯網、5G通
訊，提供眾多的產業機
會。發展高性能嵌入式
非揮發性記憶體，
LiDAR積體化晶片，可
適時切入產業鏈

異質整合平台

三大技術方向 產業界需求 研究單位 學校

17

國際大廠發展趨勢 國內廠商發展趨勢

�物聯網微控制器(MCU)產業
以降低產品功耗為主要發
展，以低耗電的新興NVM取
代傳統Flash已是趨勢
�國內模組廠商應用於自駕車
系統與先進駕駛輔助系統
(ADAS)等，越趨普及，光達
(LiDAR)為新興裝置，亦是兵
家必爭之地

�研究新興記憶體提升
良率方法和電路創新，
以試驗未知的前瞻技術
作為導向
�創新元件及架構的實
現，尚未產業成熟的技
術由學校先期投入。

�異質整合架構設計自動化技
術
�連結感測器元件設計與封測
廠，共同開發高密度異質整合
封裝技術。
�針對異質微型元件組裝需求，
協助東捷/均豪/元利盛等大廠
著重微型巨量暨高精度組裝開
發。
�異質整合製程檢測需求，協
助致茂、均豪、帆宣、旭東、
廣運等廠商著重複雜異質結構
及異質整合晶片檢測技術發展，
並導入法人高速次微米三維及
高精度多通道光電特性量測技
術形成系統強佔市場。

�異質整合IP與元件模型及
演算法設計
�高可靠度晶圓級接合技術
開發。
�針對異質微型元件組裝需
求，學校方面將專研微流道
之流體，模擬其行為及微型
接點之熱應力分析，在完成
學理驗證後，技轉國內廠商。
�針對異質整合製程關鍵檢
測技術，學校方面將專研具
前導性前瞻技術研發，在完
成學理驗證後與法人整合形
成模組技轉國內廠商。

�目前領導廠商如
Google、nVIDIA提供高效
能AI晶片，以雲端運算之AI
應用為主軸。
�Intel藉由不斷併購新創公
司與Qualcomm以AP應用
處理器為基礎，則開始以嵌
入式系統AI運算為方向投入
資源。

�國際在節能設計進展快
速，物聯網長效電力端元
件的需求，帶動新興記憶
體技術以及非揮發型超低
功耗晶片技術的需求，預
測未來4年內非揮發性運算
市場將大幅成長。
�許多新興公司致力於微型
化、低成本的光達
(LiDAR)，開啟新型態多元
應用。

�現有微控制器(MCU)採用高耗
電的嵌入式快閃記憶體，限制整
體低能耗的發展。因此亟需低耗
電新興記憶體與配套設計資料庫
以突破現有瓶頸。
�現有 LiDAR 採用離散式高單價
光學組件，包括: 雷射、鏡頭、外
接接收器等。需要半導體技術投
入，實現微型化、高速、低成本
的解決方案。

�因應異質整合需求，國內晶圓
製造、封測等業者(台積電、日
月光)持續投入FO-WLP , 2.5D,
3D IC等質整合封裝技術。
�國內IC設計業者(聯發科)目前
評估導入系統級設計，另外在高
精度暨巨量異質微型元件組裝技
術，擴及系統/半導體/機械設備
/微機電技術，國內尚無廠商可
完成。
�面對相關測試廠商包括致茂、
均豪、帆宣、旭東、廣運等，在
異質整合先進封裝製程檢測應用
上均有規劃投入開發，但隨產業
應用快速發展，加速技術研發刻
不容緩。

�AP應用處理器晶片廠商已投
入嵌入式AI晶片開發，預計
2018~2019年間會推出第一代
產品，以AI影像處理應用為主
軸。
�DSP數位訊號處理晶片廠商
目前暫時以AI演算法開發為
主，晶片化尚在觀望中。

�因應物聯網(IoT)及人工智慧
(AI)應用的發展，異質整合先
進封裝為發展重點。
�在系統設計方面，Apple、
Nvidia規劃運用系統層級設計
軟體加速確認系統功能，異質
整合封裝製程則趨向多元件複
合微組裝，整合於單一異質微
型元件整合模組。
�在檢測方面包括National 
Instruments、Keithley、
Camtek及Rudolph等，技術
發展方向為朝向具備複雜結
構，且具備整合光電量測、高
精度多參數及高速晶圓級全檢
目標。

�開發先進AI演算
法，精簡AI運算需求
�探討下世代AI晶片
架構
�研發仿生神經網路

高能效人工智慧
處理器晶片

人工智慧模型開
發工具與環境

晶片型LiDAR

非揮發運算微控
制器晶片

光學感測器

異質整合架構
設計

異質整合封裝
技術

異質微型元件
系統組裝

多功能異質元件
檢測技術

產學研角色分工，佈局產業界所需的智慧系統半導體關鍵技術項目，產出自主利基型系統整合晶片，以縮短國際差距或差異化以區隔市場

縮
短
國
際
差
距
或
差
異
化
以
區
隔
市
場

國際大廠屬技術領先群

節能和感測為重點

開發異質整合技術及
先進系統設計工具

我國廠商開始初步投入

我國廠商往低耗能邁進

我國廠商亦積極投入
異質整合技術

�系統廠商需要AI晶片實現
物聯網終端智慧化
�晶片領導廠商希望利用AI
晶片開拓更多應用
�規模較小之晶片廠希望能
有AI晶片運算核心IP

即早掌握AI晶片
核心技術

結合新興記憶體MCU
及光達感測技術

異質整合自動化技術
及檢測技術

開發前瞻技術

開發新興記憶體
及創新元件技術

異質整合IP與
演算法設計

參、推動策略(產業面)
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結合政府5+2+2產業創新與半導體，共創智慧系統新商機

建立
關鍵技術

亞洲����矽谷

智慧系統
應用

台灣40年半導體
產業基礎

產業鏈
台灣40年ICT

產業基礎

零組件 模組 次系統 系統半導體

智慧機械政府推動智慧系統與IoT發展

� 亞洲����矽谷
� 智慧機械
� 智慧城市
� …

智慧系統與物聯網商機

AR/VR、HPC高速運算、Mobile、ADAS、AI…智慧城市

相輔相成

智慧系統
軟體

智慧系統
服務

應用與服務

智慧系統與物聯網商機

掌握客製化的規格
運用台灣製造的晶片

(MIT)

觸動台灣晶片需求 構思應用環境 大數據運用 搭配服務模式 政府創造Demand 

Apple
Philips
SONY
Google

驅動力
(Driving Force)

智慧系統與物聯網商機

政府

提升台灣智
慧系統晶片

自主力

宏碁
台達電
華碩
宏達電

智慧系統
IoT
創客

產學研生態鏈結

產創
平台

半導體產業推動思維

高能效人工智慧處理器晶片

人工智慧模型開發工具與環境

非揮發運算微控制器晶片

晶片型LiDAR

異質整合封裝技術

異質微型元件系統組裝

多功能異質元件檢測技術

異質整合架構設計

產學研工程人才
實務能力發展基地
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以建構智慧系統上下游產業鏈為發展策略

智慧系統上下游產業鏈

次系統
平台

策略重點: 
� 以研發主題方

式補足國內關
鍵技術缺口

策略重點: 
� 鏈結國內外maker之

創新創意點子，並串
聯國內晶片與次系
統，以實現可試量產
的智慧系統「原型產
品」

產業升級
創新平台
輔導計畫

產學研
工程人才
實務能力
發展基地

晶片設計
與半導體
前瞻科技

物聯網整合
服務中心

(IISC)策略重點: 
� 建立智慧系

統與物聯網
應用之產業
關鍵技術

策略重點: 
� 結合我國半導體及法人之

既有能量，提供Shuttle 
service及整合設計服
務，實現「智慧系統晶
片」成形

策略重點: 
� 發展智慧車電、智慧

醫電、智慧機械…等
次系統，快速介接與
整合我國半導體產業
優勢與能量

半導體產業推動架構與策略

結合 能量，把人才、技術、晶片、次系統及系統原型產品，一條龍串聯起來
建構台灣智慧系統完整產業生態環境，帶動半導體另一波躍進

半導體技術
(Semiconductor)

系統
(System)

模組
(Module)

次系統
(Subsystem)

系統級晶片
(SiP)

應用服務
(Service)

策略重點: 
� 為學子奠定實作

經驗，參與產業
化實作與訓練

<推動策略>

智慧系統/IoT
智造基地
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物聯網整合服務中心(IISC)規劃與推動策略

物聯網整合
服務中心(IISC)

以台灣產業既有能量
建構智慧系統

整合平台

● 大型公司
● 量大的訂單
● 經費充裕
● 有完整智慧系統

方案及設計

● 小型公司
● 小量多樣的訂單
● 經費有限
● 僅有智慧系統

創意方案構想

● 直接投單台灣大型晶圓代工公司
● 如台積電和聯電

台灣智慧系統晶片製程代
工shuttle服務

台灣系統封裝
development kit

服務

台灣IC設計公司公版
資料庫服務

建立台灣IC設計公司(如聯發科、瑞
昱、旺宏… )之智慧系統公版晶片(如
MCU、AP、Sensor、網通IC、
Memory、影音IC…)之完整軟硬體清
單資料庫

建立台灣智慧系統晶片製程代工
shuttle(如台灣中小型晶圓代工服
務公司)之整合服務資料庫

下單

IISC以台灣產業既有能量，
建構智慧系統整合平台服務，
協助實現台灣小型公司之智慧系統創意
方案

共創台灣智慧系統商機與未來榮景

建立台灣智慧系統之系統封裝
development kit (如台灣封測業者)之整
合服務資料庫
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次系統平台規劃與推動策略
� 次系統平台運用我國半導體產勢，結合法人跨系統與AI運算技術實現可量產的「次系統」產品，提供給我國系統業者創新運用取得新興市場商機

成立次系統聯盟

共通技術研發、平台軟體研發、規格制訂

� IoT
� AR/VR
� HPC
� Medical
� ADAS
� AI

車電 智慧製造醫電 AI人工智慧

22

電子系統
(System)

次系統
(Subsystem)

半導體
(Semiconductor) 子系統

策略思維 : 以次系統平台串接我國半導體產業能量(左邊)與電子系統(右邊) ，實現可量產的「次系統」產品，提供給系統業者

MCU晶片
CIS影像感測器、通訊晶片

MCU晶片、功率晶片
電源控制晶片、記憶體

MCU晶片、CIS與光學感測器
通訊晶片、電源控制晶片

MCU晶片、CIS影像感測器
通訊晶片、電源晶片

汽車電子
次系統

自動駕駛輔助系統(ADAS)
AI辨識回饋系統

醫療電子
次系統

智慧機械
次系統

驅動控制功率系統
AI控制系統

低功耗運作系統
智慧學習控制系統

智慧回饋
次系統

低功耗驅動系統
AI感測控制系統

汽車

智慧機械

醫療設備

智能系統
(HomePod)

模組
(Module)

ADAS控制模組、相機模組
感測器模組、運算模組

功率模組、控制模組
驅動模組、運算模組

運算模組、電源控制模組
感測器模組、通訊模駔

運算模組、電源控制模組
感測器模組、通訊模駔



智造基地規劃架構與推動策略作法

智慧系統/IoT智造基地
小量試產示範產線

IISC以台灣產業既有能量
提供智慧系統晶片整合平台服務

1. 智造基地並非另一個Maker Space，而是要接軌國內外產學研機構，募集軟硬整合創意構想，建立Maker to
Market的能量，帶動我國半導體產業再一波躍進

2. 智造基地進行創意發展階段評估，共分四階段：1.構想階段、2.可動雛型則進入IoT智造基地，進行可量產雛
型打造；3.可量產雛型則導入IISC進行商品化與量產輔導，深化為4.商品化產品；另接軌現有國際化機制，將
已商品化產品引介至國際實體與電商通路進行銷售 23

國際加速器/國際群募平台/創投/
協會/社群

國外

關鍵社群 Makerspace
Co-working

國內
學校主題研究室

育成中心

創
意
發
展
階
段
評
估

Level1
構想階段

Level 2
可動雛型

Level 3
可量產雛型

Level 4
商品化產品

量產評估

雛型打造

市場前測

商品化 & 量產

電商通路媒合

選品

國際實體通路

創意募集 產品產出

IDEAS
Hatch

帶動我國半導體產業再一波躍進

產業面以打造全球創新產品實踐體系並帶動垂直應用服務體系為目標

IISC

次系統

• 採用IISC SiP共用模組次系統化
• 快速多模組開發次系統

建構垂直
應用軟體
服務體系

車電

智慧
製造

醫電
創客、新創企

業創意發想

2 : 以次系統帶動垂直應用服務體系

智造基地
（新創意/新
設計的實踐） IISC

導入既有國
產晶片產品

發展
次系統

市場商用

協助創新產品
量產化開發

國內北中南
東創意基地

國際新創業者

• 商品化開發評估
• 快速原型試製與
驗證

• 提供完整系統設計服務
• 國產晶片為主之開源平台
• 以Shuttle service協助開發
特用晶片

1 : 以智造打造全球創新產品實踐體系

� 策略思維 : 以IISC為核心，智造基地為窗口，串接全球新創體系。並以次系統為基礎，帶動垂
直應用及軟體服務體系之發展 24



參、推動策略(環境面)
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排除投資障礙，改善投資環境

經濟部招商投資服務中心
組織架構

� 解決半導體製造業如台積電N7和N5/N3擴廠土地及用電取得
� 推動高雄中油五輕部份轉型成半導體多功能園區用地，協助封測廠如日月光進駐擴充新一代高階封裝技術

26

工業局智慧電子產業推動辦公室(SIPO) 排障促投推動作法

� 跨部會單一窗口之雙向溝通即時回應機制，持續積極促進廠商進行新事業或擴大現有規模投資，力使廠商根留台
灣，維持我國產業競爭力



半導體產業人才培訓與國際人才引進策略

進階進階
人才人才
培訓

基礎基礎
人才人才
培訓

匯集產學研師資資源

滿足
先進製程
進階設計
人才需求

滿足
先進製程
進階設計
人才需求

挹注
企業擴廠
基礎人才

供給

挹注
企業擴廠
基礎人才

供給

國內外頂尖大學／研究單位國內外頂尖大學／研究單位

企業CEO/業師企業CEO/業師

國際級大師國際級大師

鍊結產學研開班網絡能量

國內大學院校國內大學院校

法人單位／訓練中心法人單位／訓練中心

業界師資與專家業界師資與專家

產品
設計
產品
設計

前瞻
應用
前瞻
應用

製程
開發
製程
開發

產業發展需求導向
發展企業客製化研習課程

產業發展需求導向
發展企業客製化研習課程

IC
設計

IC
製造

IC
封測

依據職能需求
規劃半導體各次領域學程

依據職能需求
規劃半導體各次領域學程

工業局智慧電子學院計畫

產業
進階
工程
人才

產業
進階
工程
人才

產業
基礎
工程
人才

產業
基礎
工程
人才

工業局智慧電子學院計畫

智慧電子學院

┼

智慧電子學院

┼

線上
助理
工程
師與
操作
技術
員

國內外公私立一流大學（含科大）學生國內外公私立一流大學（含科大）學生

進階
製程
與設
計工
程師

國內公私立大學（理工科系）／科
技大學／專科部及高職學生

國內公私立大學（理工科系）／科
技大學／專科部及高職學生

新南向半導體國際人才引進推動計畫新南向半導體國際人才引進推動計畫

國際國際
人才人才
引引進進

引進如馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、泰國、越南、緬甸、印度等國際人才

產業媒合平台-媒合人才投入產業 ; 升級高階人才研發能量，擴增基礎人才質量需求產業媒合平台-媒合人才投入產業 ; 升級高階人才研發能量，擴增基礎人才質量需求

引進／就學／就業合作機制

業者

聯結國內公私立大學院校電機等相關系學士、碩士、博士學程

高中、大學、碩士學歷

引進／培訓／就業合作機制

聯結國內智慧電子學院訓練計畫，短期銜接技能訓練

引進／就業合作機制

海外已有部分工作經驗者
海外已有相當
工作經驗者
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公私立大學
（含科大）
大三/大四

寒暑假實習

公私立大學
（含科大）

碩二及博士生

策略作法 : 以物聯網整合服務中心(IISC)鏈結產學
建構工程人才實務能力發展基地

物聯網整合服務
中心(IISC)

以台灣產業
既有能量

建構智慧系統
整合平台

�各學校大三大四學生寒暑假進工研院實習，碩二及博士生直接進工研院接受工程師訓練，畢
業後可留院工作，也可以到產業界工作

�透過IISC鏈結產學各界，進行智慧系統跨領域與垂直整合全方位人才培育

進工研院受工程師養成／實務訓練

� IC設計公版資料庫服務
� IC製程代工shuttle服務
� 系統封裝開發套件服務

28
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預期效益與目標

�總目標(最終效益end point):
1. 建構台灣智慧系統完整產業生態環境

� 六大推動重點 : 1.物聯網整合服務中心(IISC)、2.晶片設計與半導體前瞻科技、3.次系統平台、4.
產學研生態鏈結-智慧系統/IoT智造基地、5.產學研工程人才實務能力發展基地、6.產業升級創新
平台輔導計畫等。

� 綜合產官學研各界的貢獻，實現可試量產的「智慧系統原型產品」，讓台灣從智慧系統晶片、次
系統、系統原型產品一條龍式的串聯起來，遍地開花，建構台灣智慧系統完整產業生態環境。

2. 促進投資，並建立自主利基型系統整合晶片
� 協助半導體產業導入人工智慧科技，加速產業數位轉型，促進投資四年共200億元，建立自主利

基型系統整合晶片。
3. 介接5+2+2產業創新，造就台灣半導體產業躍進

� 運用我國半導體優勢支持人工智慧科技與大數據應用發展，擴大AI應用程度(如智慧製造、智慧醫
電、智慧交通、智慧能源、智慧農業…等)並提升市場獲利。

� 並介接5+2+2產業創新帶動智慧系統與半導體產業基礎緊密結合，造就台灣半導體產業邁向另一
波躍進。

4. 善用台灣優勢與國際鏈結，培養人才並扶植新創
� 善用台灣優勢與國際鏈結，並培養半導體專業人才，扶植半導體新創公司。
� 提升我國智慧次系統與晶片產業從2017年的2.5兆元成長至2025年的4兆元產業。

� 產業界龍頭廠商表示：物聯網是「Next Big Things」，未來是一個相當美麗的世界。

� 台灣半導體產業協會認為 : 台灣半導體產業應該以政府提出的創新產業作為關鍵底層，擴大到各領域的應
用，增加IC應用業與IC貿易業。

� 政府驅動產業應用需求，未來要靠物聯網應用，連結亞洲．矽谷、智慧機械、綠能科技、生技醫藥、國
防，造就新一波半導體躍進。
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一. 建立業界所需的智慧系統應用關鍵技術
� 開發業界所需並相輔相成的半導體關鍵技術
� 聚焦三大技術方向 : 1.智慧決策晶片、2.核心元件技術、3.異質整合平台技術

二. 建立業界欠缺的智慧系統與晶片整合平台，介接我國半導體產業優勢與能量
� 以台灣半導體產業既有能量建構智慧系統、次系統與晶片整合平台
� 打造全球創新產品實踐體系帶動垂直應用服務體系
� 結合產官學研能量，建構台灣智慧系統完整產業生態環境，帶動半導體另一波躍進

三. 為業界排除投資障礙，改善投資環境，並培訓與引進業界所需之專業人才
� 以法人鏈結產學各界，進行智慧系統跨領域與垂直整合全方位人才養成，建立工程人才實

務能力發展基地
� 排除投資障礙、改善投資環境、搭配新南向半導體國際人才引進
� 強化企業留才工具與機制以抗衡各國挖角人才問題

四. 透過六大推動重點，建構台灣智慧系統完整產業生態環境
� 綜合產官學研各界的貢獻，讓台灣從智慧系統晶片、次系統、系統原型產品一條龍式的串

聯起來，遍地開花，建構台灣智慧系統完整產業生態環境。

綜合討論題綱
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� 議題一：智慧系統關鍵晶片技術研發方向?
智慧系統應用軟硬整合發展趨勢下，台灣產官學研各需要投入哪些關
鍵技術研發與分工，以產出自主利基型軟體及系統整合晶片，居全球
領先群地位?

� 議題二：智慧系統應用與晶片如何緊密連結?
智慧系統應用包含智慧製造、智慧醫電、智慧交通、智慧能源、智慧
農業…等，政府可建立哪些產業鏈整合機制或平台，以協助晶片業者
與智慧系統應用產業緊密連結，造就我國半導體產業再一波躍進?

� 議題三：智慧系統環境與人才發展之作法?
欲增強我國智慧系統與晶片產業之發展環境與專業人才，健全我國智
慧科技產業生態系，政府政策應如何協助排除投資障礙、改善投資環
境、及強化育才、攬才及留才效果?



簡報完畢
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